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Keksinndn kohteena on menetelmd piirilevyjen upotusjuot-

tamiseksi, sekd laitteisto piirilevyjen upotusjuottami-

seksi joissa on juotteen sivusuunnassa mddrddva rajaus-

kerros.

Eurooppa patenttihakemuksesta EP 0 336 232 on tunnettu

piirilevyjen ppotusjuottamiseksi, jossa kdytetddn seuraa-

via menetelmdvaiheita:

a)

b)

d)

f)

piirilevyn valmistaminen, jossa on sdhkdisesti johta-
via alueita (juotevdylid), jotka on varustettava juo-

tepddllysteelld;

ndiden alueiden ympdrdiminen juottamisen estdvdlld,
middrdatyn kerrospaksuuden omaavalla rajauskerroksella,
joka vastaa aikaansaatavan juotepddllysteen korkeut-
ta; '

ndin esivalmistetun piirilevyn upottaminen juotekyl-
pyyn, jossa on sopiva juotekoostumus;
juotettujen alueiden peittdminen sulkuelimellid tie-

tylld puristuspaineella;

peitettyjen piirilevyjen poistaminen juotekylvystd ja
sitd seuraava lampdtilan lasku juotekoostumuksen jdh-
mettymisl&mpétilan alapuolelle peitetyssd tilassa,
jolloin tapahtuu juotep&ddllysteiden muotoutuminen;

lopuksi poistetaan sulkuelin sekd rajauskerros.

Tiivistys- ja muodonmddritysvaiheet tapahtuvat tunnetuis-

sa menetelmissd samanaikaisesti, mikd sindlldin johtaa

hyviin menetelmdtuloksiin, mutta ei ole ongelmatonta juo-

tevdyldn yhdenmukaisen hyvdn tiivistymisen, yhdessid yh-

denmukaisen hyvdn pinnanmuodostuksen kanssa. Tadmdn lisdk-

si ilmenee laitevaikeuksia, kun ainakin osittain juote-

kylvyssd samanaikaisesti oleva tiivistyslaitteisto suo-
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rittaa samanaikaisesti juote-pinta-muotoiluprosessin ja
tdmédnvuoksi peitto on ylldpidettdvd myds koko jddhdytys-

vaiheen ajan.

Keksinnén tavoitteena on edelleenkehittdd tekniikan tason
mukaista menetelmdid siten, ettid peittidminen on suoritet-
tavissa yksinkertaisemmin vdlinein ja juotevdyl&dn muotoi-
luprosessi voidaan suorittaa erillddn varsinaisesta upo-
tusjuottamisprosessista. Tamd tehtdvd ratkaistaan mene-

telmdvaiheiden a-j aikana.

On yllédttden osoittautunut, ettd on myés mahdollista
peittdd juotetilavuus jdhmettymdttoéméssd tilassa, jolloin
se jahmettyy vadlivaiheessa muodossa, joka riippuu levyn
asennosta ja pintajdnnityksestd. Tdmd tarkoittaa sita
ettd el muodostu pydreitd huippuija, joiden korkeus olisi
jonkinverran korkeampi kuin ympdrilld olevan pddllysteen.
Erityisen edullisella tavalla ilmenee t&ll6in lisdvaiku-
tuksena, ettd tiivistyksen alueella litistetty juoteaine
vetdytyy juotetilavuuteen ja td116in estyvidt sillastukset
erillisten juotevdylien v&1ill&, jotka johtaisivat kyt-
kettdessd haitallisiin seuraamuksiin.

Parhaimmillaan on menetelmdstd edelleen etua sikidli, ettd
juotetilavuuksien tasoitukseen voidaan kdyttd4 erityisii
materiaaleja, jotka eroavat varsinaisista tiivistysmate-
riaaleista. Muotoilumateriaalien ei tarvitse tulla upote-
tuiksi vdlittOmdsti juotekylpyyn ja eivdt joudu tdlldin
jatkuvasti alttiiksi erittdin korkealle lampodtilalle.
Juotetilavuuden tasoittamiseen tarpeellinen jdhmettyneen
juotetilavuuden uudelleenkuumennus voidaan aikaansaada ja
voi tapahtua erittdin varovasti, niin ettd muotoilu-

prosessi voidaan sovittaa erilaisiin vaateisiin.

Patenttivaatimuksen 2 mukaisesti voi olla myds edullista
saattaa piirilevy juotetilavuuden ensimmdisen jdhmettdmi-

sen jdlkeen puhdistuskédsittelyyn. T&d118in voidaan pesti
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pois juoksuteaineet, jotka ovat muodostuneet pddllysteen
alueella ja jotka jdljessd tulevassa muotoiluvaiheessa

voisivat samoin edesauttaa sillastusten muodostumisessa.

Sulkuelimelld on ainoastaan tehtdvdnd aikaansaada mahdol-
lisimman tarkka juotetilavuuden mdirittdminen, tiivis-
tyselimen ei tarvitse olla pitk&aikaisesti juoteviylien
pdadlld, minkdvuoksi menetelmdn suorittamiseksi voidaan
kdyttdd erittdin yksinkertaisia sulkuelimid, jotka voivat
esimerkiksi peittdd piirilevyn tai pddllysteen pinnan
nauhamaisesti ja t&118in vaikuttaa tarpeelliseen lyhytai-
kaiseen erottamiseen mddrdtyn juotetilavuuden ja juote-

kylpyyn jddvdn juotteen vH1illA.

On myos mahdollista soveltaa sulkuelimend yksinkertaista
rullaa, joka koskettaa piirilevyn tai pddllysteen pintaa
vierimdlld. Niin pian kuin m&&rdtty juotetilavuus on ero-
tettu juotekylvyn pinnalta tai muutoin poistettu juote-
kylvystd (sivuttain erddnlaisen tiivistyssulun kautta)
voidaan peitetty alue j&lleen nienndisesti peittdd, en-
simmdinen juotteen jdhmettymisprosessi juotteen kuvunmuo-
dostuksen aikana sujuu pintajdnnityksen vuoksi hdiriinty-

mattd.

Voi olla myds edullista saattaa mddrdtyt juotetilavuudet
avoimessa tilassa vield kertaalleen lyhytaikaisesti yli
sulamispisteen olevaan la@mpétilaan, koska t&#lldin tyhj&-
tila-alueen yli ulottuvat kovettuneet juotejddnnbkset
voidaan saada varmasti vetdytymddn tyhjidtila-alueelle tai
myds poistaa sopivilla toimenpiteillid p&&llysteen pinnal-
ta.

Sulkuelimet voivat olla sijoitettuja juotekylvyn pinnan
alueelle, mutta on myds mahdollista poistaa piirilevyt
juotekylvystd juotekylvyn pinnan alapuolelta juotekylvyn
peite-elimilld varustetun sivuseindmin kautta.
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Silloin kun tyhjédtiloilla varustettu piirilevyn yl&dpinta
on vaakasuuntainen muodostuvat jahmettyvidt juotekuvut
painovoiman vaikutuksesta symmetrisesti, mikid on edullis-
ta myShemmin tulevan muotoilutapahtuman osalta.

Muotoiluelementti, joka on erityisesti muodostettu peite-
elementistd, voi olla muotoilutela, mutta voidaan kidyttidi
myds vdrdhtelevid muotoilutelasegmentteji, muotoiluhihnaa
tai esimerkiksi muotoilumeistii, jotka jatkuvan valmis-

tuksen tapauksessa kulkevat tietyn matka valmistuslinjaa

yhdessd levyn kanssa.

Edullisella tavalla voidaan muotoiluprosessiin vaikuttaa
edullisesti ainakin osittaisella tai ajoittaisella muo-
toiluelementtien kuumennuksella. Mik&li muotoiluelementti
on muodostettu kuljetushihnaksi tarjoutuu mahdollisuus
erilaisten ldmpdtilavybhykkeiden aikaansaamiseen kulje~
tusalueella. Mikdli sensijaan muotoiluun kdytetdin muo-
toilumeistid, voidaan se kuumentaa lyhytaikaisesti yli o

ja jadhdyttdd sitten jddhdytysaineella erikseen alle dg .

Jonkin patenttivaatimuksen 15 ja siitd eteenpdin olevan
vaatimuksen mukainen laitteisto menetelmin suorittamisek-
$i on siitd tunnettu, ettd peitelaite, joka peittdi pii-
rilevyn juottamiseen tarkoitetut alueet vain itse upotus-
vaiheen aikana ja juotteen pinnan muotoiluun on jirjes-
tetty erityinen muotoilulaite, joka edullisella tavalla
voi olla jidrjestetty tilallisesti erilleen peitelajttees-
ta.

Erityisen edullista on, kun laite on muodostettu valmis-
tuslinjaksi, jossa on seuraavat valmistusasemat:

- levynluovutuslaitteisto, jolla levyt luovutetaan kul-
jetusnauhalla ja viedddn kuljetusradalle;

- juotesdilid, johon esivalmistellut piirilevyt vied&din
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juottamista varten, ja poistetaan jdlleen tiivistyk-

sen alaisina tiivistyselementeilld, seka

kuljetussuunnassa jdljessda sijaitseva muotoilulaite,

jonka lopussa kuljetussuunnassa on levynluovutus-

asema.

Yksittdiset asemat voivat olla sijoitettuja tasoon perdk-

kdin, jolloin voidaan lisdksi sijoittaa vield puhdistus-

lait

e,

jossa juotetilavuuden maidrityksen ja muotoiluta-

pahtuman vdlissd suoritetaan levylle puhdistuskdsittely.

Edulliset lisdtunnusmerkit ilmenevdt jdljessd tulevista

alivaatimuksista.

Keksintdda selvitetddn tarkemmin suoritusesimerkkien pe-

rusteella piirustuskuvissa. Ndmd esittdvit:

Kuva 1

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

2

keksinndén mukaisen menetelmdn virtauskaaviota;

kaaviomaista leikkausta laitteistosta keksinnén-
mukaisen menetelmdn suorittamiseksi, Jjossa levyt
poistetaan juotekylvystd ja muotoillaan pysty-

Suorassa asennossa;

lisdsuoritusmuotoa vastaten kuvan 2 toteutusta,
jossa levyt poistetaan pystysuorassa juotekyl-
vystd ja muotoillaan vaaka-asentoisina;

kaaviomaista leikkauskuvantoa muunnetusta lait-
teistosta, joka on asennettavissa ldpikulkulait-

teistoon;

leikkausta piirilevystd ennen upottamista juote-
maskin pddllystdmisen ja valottamisen sekd SMD-
juotepintojen juotekylvyssd vapauttamisen juote-

kylvyssd jdlkeen;
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Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

10

11

12

kaaviomaista leikkauskuvantoa juotekylpyyn upo-

tetusta piirilevystd;

kaaviomaista leikkauskuvantoa juotekylpyyn upo-
tetusta piirilevystd, jolloin urat ovat sulan
juotteen tdyttdmdt ja sulkuelementin peittdmit;

kaaviomaista leikkauskuvantoa, jossa on jdhmet-

tynyt, muotoilematon juotetilavuus;

kaaviomaista leikkauskuvantoa piirilevysta muo-

toilutapahtuman jdlkeen, seka

kaaviomaista leikkauskuvantoa piirilevystd lop-
putilassa vdliaikaisen juotemaskin poistamisen

jdlkeen,

kaaviomaista leikkauskuvantoa muunnellusta lait-

teistosta, jossa on suljettu juotekammio,

kaaviomaista leikkauskuvantoa muunnellusta lait-
teistosta, jossa juotekammio on muodostettu

suuttimena.

Keksinndnmukaisen menetelmin kuvion 1 mukainen virtaus-

kaavio sisdltdd 15 yksittdistd menetelmivaihetta.

Ensimmdisend menetelmdvaiheena piirilevyt pdidllystetiin

tavallisella tavalla, ja toisessa vaiheessa piirilevyt

valotetaan, minkd jdlkeen seuraa kolmantena vaiheena SMD-

juotevdylien avaaminen, samoin piirilevyvalmistuksessa

tavanomaisin menetelmitoimenpitein.

Ndin esivalmistellut piirilevyt upotetaan neljdnnessi

vaiheessa juotekylpyyn, mik4 voi tapahtua joko juotekyl-

vyn pinnan l&pi, mutta on myds mahdollista upottaa piiri-
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levyt sisddnvientisulun kautta, joka on jdrjestetty juo-
tekylpysdilién sivuseindmdédn juotekylvyn pinnan alapuo-
lelle ja jossa on vastaavat juotetiivisteet ja juotteen
piddtyselementit sulun 1l4pi tulevaa juoksevaa juotetta

varten.

Juotekylvyssd tdyttyvdt urat SMD-juotevdylilld juokseval-
la juotteella, tarvittaessa voidaan kdyttdd pydrreapuvi-
lineitd sen varmistamiseksi, ettd urat pienipintaisilla
juotevdylilld tayttyvidt tdydellisesti.

Seuraava vaihe kdsittdid sen, ettd urissa oleva juotetila-
vuus tiivistetddn eroon juotekylvyssd olevasta juoksevas-
ta juotteesta, mikd tapahtuu sopivan muotoisilla tiivis-
te-elementeilld. Menetelmdvaiheen seitsemdn mukaisesti
poistetaan sitten piirilevyt juotekylvystd, jolloin on
huolehdittava siitda, ettd juuri juotekylvystd tulleet
urat ovat tiivistetyt. Ei ole valttamdtontd tiivistad
koko piirilevyd, menetelmén kannalta on riittdvidd, ettd
varmistetaan juuri juotekylvysté tulevien urien tiiviys,
niin ettd juotetilavuuden mddrittdminen tapahtuu urien
sisdpuolella. Niin pian kuin erottaminen mddritettyjen
juotetilavuuksien ja juotekylvyn vdlilld on tapahtunut,
voidaan tiivistys jdlleen poistaa, pintajdnnityksen joh-
dosta pysyy mddritetty juotetilavuus uran pohjassa, ts.
kiinnittyy SMD-juotevdylddn ja muodostaa menetelmdvaiheen
kahdeksan mukaisen tiivistyksen poistamisen jdlkeen pin-
tajénnityksen ja levyn asennon johdosta kuvun, joka sit-
ten menetelmdvaiheen kaksitoista mukaisesti tasoitetaan
tai painetaan tasaiseksi erityiselld muotoiluelementilli,
niin ettd juotetilavuus sovittuu uran muotoon. J&dhdytyk-
sen jdlkeen voidaan muotoiluelementit poistaa, edelleen
voidaan menetelmdvaiheen neljidtoista mukaisesti poistaa
pddllyste, jolloin piirilevyt on valmiiksi juotoksella

varustettu.

Vaihtoehtoisesti on mahdollista antaa juotetilavuuden
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jdhmettyd upotusvaiheen ja tiivistyksen poistamisen va-
11114 menetelmdvaiheiden seitsemdn ja kahdeksan mukaises-
ti menetelmédvaiheena yhdeksdn ldhinnad kupolimuotoisena.
Mikd1li ndin on, tdytyy menetelmdvaiheen yksitoista mukai-
sesti ennen juotetilavuuden tasoittamista menetelmdvai-
heen kaksitoista mukaisesti suorittaa piirilevyn uusi

kuumennus.

Vaihtoehtoisesti on edelleen mahdollista suorittaa mene-
telmdvaiheiden yhdeksdn ja yksitoista vd1illd piirilevyl-
le menetelmdvaiheen kymmenen mukainen puhdistustoimenpi-
de.

Piirustuskuvassa 2 esitetty laitteisto menetelmdn suorit-
tamiseksi koostuu juotesdilidstd 1, joka on tdytetty
juoksevalla juotteella 2. Edelleen on laitteistossa kaa-
viomaisesti esitetty kuljetuslaitteisto 3, jossa on moot-
torikdyttd 4, joka piirilevy 5 voidaan upottaa juottee-
seen 2. Viitteelld 6 on merkitty peitelaitetta, joka so-
veltuu juotepinnan 7 alapuolella tapahtuvaan, juotteella
tdytettyjen, rajauskerroksella 23 rajattujen piirilevyn 5
alueiden (SMD-juotevdyldt 22) peittdmiseen. Peitelaite 6
on siten muodostettu, ettd piirilevyn 5 juottamiseen tar-
koitetut alueet ovat peitetyt ainoastaan juotepinnan la-
pikulun ajan, juotepintojen muotoiluun on jidrjestetty
sitten erityinen muotoilulaite 8, jolla voidaan suorittaa
menetelmivaiheet kaksitoista ja kolmetoista, samoinkuin

my6s menetelmdvaihe yksitoista kuvan 1 mukaan.

Merkityksellistd on, ettd peitelaite 6 ja muotoilulaite 8
ovat erilliset elementit, jotka voivat olla myds sijain-

niltaan toisistaan erilleen sijoitettuja.

Peitelaite 6 muodostuu kuvissa 2 ja 3, tiivistysteloista
9, joiden akseli on sijoitettu suunnilleen juotepinnan 7
tagsoon. Tiivistystelojen 9 joustavuuden vuoksi saavute-
taan urien juotepinnan 7 l&pikulun hetkelld t&dydellinen
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erotus madritettyjen juotetilavuuksien 25 ja juotealtaas-
sa 1 olevan juotteen 2 vdlilld, niin ettd urat voidaan
tiivistysrullaparin vdlistd tultuaan jdlleen peittds il-

man, ettd tapahtuu juotetilavuuden muutosta urissa.

Kuten piirustuskuvasta 4 on ndhtédvissd, voivat tiivistys-
telat 9 olla sijoitetut mydés juotesdilidén 11 sivu-
seindmédidn, sivuseindosien ja tiivistystelojen 9 vdlissa
voi olla muita tiivistyselementtejd 12, jotka estdvit
liian voimakkaan juotteen ulosvirtauksen ndin muodostetun
sulun alueella. Koska kuitenkin joka tapauksessa piirile-
vyjen 5 ldpikulkiessa on otettava huomioon juoksevan
juotteen 2 ulosvirtaaminen juotealtaasta, on jdrjestetty
kuumennettu valumasdilid 13, johon ulostuleva juote 14
kerdtddn, pidetddn juoksevana ja siirretdsn juotepumpulla
15, joka on jarjestetty juotejohtoon 16, juotealtaaseen
11. Kuvassa 4 esitetyssd suoritusmuodossa suoritetaan
piirilevyjen 5 vienti juotepinnan 7 kautta, mutta on myés
mahdollista varustaa esimerkiksi sivuseindmii 10 vasta-
puolella oleva sivuseindmd 10’ sululla, jonka ldpi piiri-:
levy 5 viedddn juotekylvyn pinnan 7 alapuolelta juottee-
seen 2., Sisddnvientisulku on muodostettu samalla tavalla

kuin peitelaite 6.

Kuljetussuunnassa 17 on peitelaitteen 6 jdlkeen sijoitet-
tu muotoilulaite 8, joka voi olla aikaansaatu samalla

tavalla kuin muotoilulaite kuvissa 2 ja 3.

Kuvan 3 mukainen laitteisto ercaa kuvassa 2 esitetysti
laitteistosta yksinomaan sik&dli, ettd piirilevy 5 upotuk-
sen jdlkeen on vaaka-asennossa ja johdetaan vaakatasoi-
sessa tilassa

muotoiluprosessiin.

Muotoilulaite 8 on muodostettu kuljetuslaitteena, jolloin
on mahdollista, ettd nauhatelojen 18,18’ vilissid muodos-
tetaan erisuuria ldmpdtiloja siten, ettd muotolaitteen 8
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sisddnvientialueelle on sijoitettu tarkemmin esittamitto-
mid kuumennuselementtejd 19, joihin liittyy kuljetussuun-

nassa 17 jddhdytysvyohykkeitd 20.

Juotteessa 2 vol olla ennen peitelaitteita 6 edelleen
pydrresuuttimia 21, jotka huolehtivat pyo6rteilevidsta
liikkeestd juotealueessa ennen peitelaitteita 6, ja taman
lisdksi ovat yhteydessd tarkemmin esittdméttomien juote-

pumppujen 15 kanssa.

Piirustuksissa 5 - 10 esitetyt kaaviomaiset leikkaukset
piirilevystd 5 on selvitetty kuvion 1 mukaisen virtaus-

kaavion ohessa.

Kuvassa 5 esitetty piirilevy 5 sisdltdd vapautettuja SMD-
juotevdylid 22, jotka ovat pddllysteen 23 ympdardimat,
joiden korkeus 24 vastaa aikaansaatavan juotepddllysteen
paksuutta. Tarkempi selvitys ilmenee EP-julkaisusta 0 336
232, johon nimenomaisesti viitataan. Ndin muodostettu
piirilevy 5 on tulos menetelmdvaiheista yksi - kolme ku-

van 1 mukaisesti.

Kuvassa 6 on ndin esivalmisteltu piirilevy 5 upotettu
juotteeseen 2, mahdollisesti kdyttden apuna turbulens-
sisuuttimia 21 tdytetddn juote 2 tdydellisesti SMD-juote-
vdylien 22 uriin. Kuvan 6 mukainen esitys vastaa menetel-

mdvaiheita neljd ja viisi kuvassa 1.

Kuvassa 7 on upotettu piirilevy 5 peitetty peitelaitteel-
la 6, juotetilavuus 25 mddrittyy uriin, joka on eroctettu
juotesdilidsdn 1 jadvdstd juotteesta 2 peitelaitteella 6.
Tdssd tilassa poistetaan piirilevy 5 juotealtaasta. Kaa-
viomainen esitys kuvassa 7 vastaa menetelmdvaiheita kuusi

ja seitsemdn kuvassa 1.

Peitelaitteen 6 poistamisen jdlkeen saavuttavat juoteti-

lavuudet 25 kuvassa 8 esitetyn muodon, kaaviomaisesti
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esitetty kuva 8 vastaa ndinollen menetelmdvajiheita kah-
deksan ja yhdeksdn kuvassa 1. On otettava huomioon, etti
juotetilavuuden 25 jéhmettyminen ennen juotetilavuuden 25
tasoittamista menetelmdvaiheiden kaksitoista kuvassa 1 ei
valttdmdttd tarvitse tapahtua, on myds mahdollista, ta-
soittaa vield juokseva kuvunmuotoinen juotetilavuus 25
muotoilulaitteella 8, joka myds edelleen voi muodostua

sopivan muotoisesta peite-elementisti.

Kuvassa 9 tasoitusprosessi menetelmidvaiheen kaksitoista
mukaisesti kuvassa 1 sekd jddhdytysprosessi menetelmivai-

heen kolmetoista mukaisesti kuvassa 1 loppuunsuoritettu.

Kuva 10 esittdd valmiiksi juotettua piirilevyd 5, jollai-
nen saadaan menetelmdvaiheen neljdtoista (pddllystyksen
23 poistamisen j&lkeen menetelmdvaiheen viisitoista mu-

kaisesti kuvassa 1).

Kuva 11 esittdd kaaviomaista leikkausesitystd muotoillus-
ta laitteistosta, jossa on suljettu juotekammio. Oleelli-
sesti vastaa kuvassa 11 esitetty laitteisto kuvassa 4
esitettyd, kuitenkin piirilevy johdetaan tiivistystelapa-
rin védlistd suljettuun juotekammioon, missi se joko koko-
pintaisesti tai jaksoittain ympdrdidd&in molemminpuolises-
ti juoksevalla juotteella ja johdetaan ulos toisella puo-
lella edelleen telaparin 9’ ldpi. "Upottaminen" juokse-
vaan juotteeseen tapahtuu ndinollen juotepinnan alapuo-
lella.

Kuva 12. esittdd laitteistoa, joka on kuvan 11 kaltainen,
tosin juotekammio on muodostettu sisddnvienti- ja tiivis-
tystelaparin valiin sijoitettuna suutinlaitteena. Piiri-
levyyn kohdistetaan molemminpuolisesti paineen alaisena
oleva juokseva juote suuttimista, juote pyyhitididn pois
tiivistystelaparilla 99’ niin ettid se j&d vain aikaansaa-
tuihin uriin juoteviylille.
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Suuttimien muotoilu on siten valittu, ettd juotevirta
tapahtuu telaparin vidlisestd kidasta takaisinpdin, jol-

loin voidaan aikaansaada erittdin hyviid juotetuloksia.

Kuville 11 ja 12 on yhteistd, ettd ylimddrdinen juote
joutuu telaparista talteenottos&iliddon 13, joka on kuu-
mennettu. Johdon 16 valitykselld ja pumpulla 15 painetaan
juokseva juote juotekammioon tai juotesuuttimiin ja on
sielld paineen alaisena kdytettdvdksi juottamistapahtu-

massa.



10

15

20

25

30

35

13
L3

Patenttivaatimukset:

1. Menetelmd piirilevyjen juottamiseksi seuraavin mene-
telmdvaihein:
a) piirilevyn (5) valmistaminen, jossa on sihkdisesti

b)

C)

d)

e)

£)

johtavia alueita (juotevdylid 22), jotka on varustet-
tu juotepdidllysteelld;

nédiden alueiden ympdrdiminen juottamisen estidvalli,
madratyn kerrospaksuuden omaavalla rajauskerroksella
(23);

ndin esivalmistellun piirilevyn (5) upottaminen tai
asteittainen saattaminen juotekylpyyn tai juotekammi-
oon (1), jossa on sopiva juotekoostumus;

juotettavilla alueilla olevan, upotuskylvyssd tai
juotekammiossa (1) juoksevalla juotteella (2) tidytet-
tyjen tyhjdtilojen peittédminen siten, ettd peite (6)
kylvystd poistettaessa aikaansaa suljettujen juoteti-
lavuuksien erottamisen upotuskylvyssd tai juotekam-
miossa (1) olevasta juoksevasta juotteesta (2) ja
td116in mddrittdd tyhjdtiloihin vastaavan juotetila-
vuuden (25);

ainakin osittain peitettyjen piirilevyjen (5) poista-
minen, peitteen (6) poistaminen alueilta vasta sitten
kun rajattu juotetilavuus (25) ei voi endd tulla kos-
ketukseen juotekylpyyn jddvan juoksevan juotteen (2)

kanssa;

juotetilavuuden (25) mahdollinen jdhmettidminen muo-
dossa, joka on riippuvainen pintajénnityksestd, pii-
rilevyn tyhjdtilasta sekd juotetilavuuden suuruudes-

ta;
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g) mahdollinen jéhmettyneen juotetilavuuden (25) kuumen-

taminen;

h) Jjuotetilavuuden (25) jadlkikidteinen tasoittaminen
saattamalla sopivan muotoiluelimen vaikutuksen alai-

seksi (muotoilulaitteen 8);

i) Jjéddhdytys ja juotteen jdhmettédminen muotoiluelementin

vaikutuksen alaisena;

j) rajauskerroksen (23) poistaminen.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, tunnettu
siitd, ettd piirilevy (5) juotetilavuuden (25) ensimmii-
sen jdhmettdmisen jdlkeen menetelmd@vaiheen f) mukaisesti
saatetaan puhdistuskdsittelyyn.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmi, tun-
nettu siitd, ettd peitelaite (6) koskettaa juotepintaa
tai padllystyspintaa nauhamaisesti.

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd peitelaite (6) koskettaa pii-
rilevyn pintaa tai pddllysteen pintaa vierien.

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telméd, tunnettu siitd, ettd juotetilavuus (25) kuumenne-
taan sulamisl&@mpotilan ylittdvasti sulkuvaiheen jédlkeen
avoimessa tilassa ja tdlldin vetdytetddn tyhjitilojen yli
ulottuvat kiinteytyneet juotejididnndkset tyhjétila-alueil-

le.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmi, tunnettu
siitd, ettd vdlikuumennus suoritetaan siteilyttidmiskuu-

mennuksella.
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7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siita, ettd piirilevyn (7) poistaminen
juotteesta (2) tapahtuu sulkuelimillid, jotka on sijoitet-

tu juotepinnan (7) alueelle.

8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd piirilevyn poistaminen juot-
teesta suoritetaan juotepinnan (7) alapuolella juotekyl-
vyn sivuseindmidn ldpi peite-/tiivistyselementeilld
(10.107).

o. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd piirilevyn (5) poistaminen
suoritetaan siten, ettd tyhjdtiloilla varustettu piirile-

vyn yldpinta on alaspdin.

10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmsd, tunnettu siitd, ettd muotoilulaite (8) on muodos-

tettu elastisina muotoiluteloina.

11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd muotoilulaite (8) on muodos-

tettu vérdhtelevdnd muotoilutelasegmenttind.

12. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettid muotoilulaite on muodostettu

muotoiluhihnana (kuljetushihnana).

13. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd muotoilulaite on ainakin osin
jddhdytetty.

14. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd lédpikulkevaksi muodostetussa
muotoilulaitteessa on 1dhinnd ainakin yksi kuumennus- ja
sitd seuraava ainakin yksi jddhdytysvydhyke.
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15. Laitteisto piirilevyjen upotusjuottamiseksi kdyttiden
yhtd juotepddllystettd sivusuunnassa rajaavaa rajausker-

rosta, jossa on

- juotesdilid (1) tai juotekammio (101), jossa on juok-

seva juote (2);

- kuljetuslaite (3), jolla piirilevy (5) on upotetta-

vissa tal saatettavissa juotesdilison (1);

- peitelaite (6), jolla juotepinnan (7) alapuolella
juotettavaksi saatetut, rajauskerroksella (23) ympid-
roidyt alueet (SMD-juotevdyldt 22) voidaan tiivistdd,
tunnettu siitd, ettd peitelaite (6) on siten muodos-
tettu, ettd sen avulla juotettavaksi saatetut piiri-
levyn (5) alueet (SMD-juotepolut 22) ovat peitettd-
vissd upotusvaiheen tai poistovaiheen aikana ja ettéd
on aikaansaatu juotepintojen muotoiluun erityinen

muotoilulaite (8).

16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen laitteisto, tunnettu
siitd, ettd peitelaite (6) kdsittdd ainakin yhden tiivis-
tystelan (9).

"17. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-16 mukainen

laitteisto, tunnettu siitd, ettd siind on ainakin yksi
tiivistystela (9) juotepinnan (7) alueella.

18. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-17 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd ainakin yksi tiivistys-
tela (9) on jarjestetty yhdessd muiden tiivistyselement-
tien (12) kanssa juotesdilidn (1) tai juotekammion sivu-

seindmddn Jjuotepinnan (7) alapuolelle.

19. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-18 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd kuljetuslaitteessa (17)
muotoiluelementit (8) ovat sijoitetut valittémadsti tii-
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vistyslaitteen jdlkeen.

20. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-19 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd juotesdilid (1) tai juo-
tekammio on varustettu juotepinnan (7) alapuolella ensim-
mdiselld puolella levyjen sisddnvientiin soveliailla en-
simmdisilld tiivistyselementeilld ja vastakkaisella puo-
lella levyjen ulosvientiin soveliailla toisilla tiivis-
tyselimilld, jotka jdlkimmiiset sisdltdvit tai muodosta-

vat peitelaitteen.

21. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-20 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd tiivistyselementin (12)
alapuolelle on sijoitettu juotteen kerdilyastia (13).

22. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-21 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd muotoiluelementit ovat
muodostetut vaakasuorasti kulkevina kuljetushihnalaitei-

na.

23. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lait-
teisto, tunnettu siitd, ettd siind on valmistuslinja,

jossa on:

a) levynluovutuslaitteisto, jolle levyt annetaan kulje-
tinhihnalla ja viedddn kuljetusradalle,

b) ainakin yksi juotes#ilid, johon esivalmistellut pii-
rilevyt viedddn juotettaviksi ja poistetaan tiivis-
tyksen alaisena tiiviste-elementtien avulla,

seki

¢) kuljetussuunnassa perddn sijoitettu muotoilulaite,
jonka pédédssd kuljetussuunnassa on levynluovutusasema.

24. Patenttivaatimuksen 23 mukainen laitteisto, tunnettu
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siitd, ettd peitelaitteen (6) ja muotoilulaitteen (8)
vdlilld on puhdistuslaite muotoilemattomalla juotepiddl-
lysteelld varustetun levyn puhdistamiseksi.

25. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-24 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd juotesdilidn (1) peite-
laitteen (6) ja muotoiluelementin vdlilld on kuumennus-

laite (s&teilyld@mmitin, kuumailmasuutin tai vastaava).

26, Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 15-25 mukainen
laitteisto, tunnettu siitd, ettd juotesdilidssid (1) on
kuljetussuunnassa (17) ennen peitelaitetta (6) juotteen
pybrteityssuuttimet (21).
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